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Shuttle SZ270R9: High-end Mini-PC mit
Overclocking-Features

Seit Jahren uUberzeugen leistungsstarke Shuttle XPCs als Workstation N
oder Gaming-Plattform. Schon die RGB-LED-Beleuchtung der R9-Front i’ =
suggeriert — dieses speziell fur Gamer konzipierte Barebone hat

‘inte\U

Leistung sattl Um das Maximum aus Intels Prozessoren der K-Serie (z.B. |

Core i7-7700K) herauszuholen, reicht ein einfacher Druck auf den —

Turbo-Button und der Overclocking-Modus ist aktiviert. Beleuchtung 6./7. Gen. Vier Fest- 2x 4x DDR4
und CPU-Multiplikator lassen sich dabei mit dem Overclocking-Tool Intel Core  platten M.2 2280 max. 64GB

konfigurieren. Trotz der geringen Abmessungen passen eine Dual-Slot-
Grafikkarte wie die GTX 1080, bis zu 64 GB DDR4-Speicher, zwei M.2-
SSDs und vier 3,5"-Festplatten in das Gehduse. Die Kuhlung Gbernimmt
eine Heatpipe, die Warme effizient ableitet sowie ein separater Liufter
fur die Datentrager.

Besondere Merkmale

e Schwarzes 14,3-Liter Aluminium-Gehduse

R9- e Frontpanel im Gaming-Style mit software-
Gehduse gesteuerter RGB-LED-Beleuchtung

e Turbo-Button fir schnelles Overclocking

e Unterstutzt die 6./7. Generation Intel Core Pro-
zessoren ,Skylake* und ,Kaby Lake“, LGA 1151

il e Unterstitzt Core i7, i5, i3, Pentium, Celeron
e Shuttle I.C.E. Heatpipe-Klhlsystem
Betriebs e Ein Betriebssystem ist nicht enthalten.
system o Kompatibel mit Windows 7/10, Linux (64-Bit)
(Windows 7 nur mit Skylake CPU)
Vier 3,5”- e 4x 3,5” Laufwerksschacht fir Festplatten

Schdchte o 4x SATA 3.0 (6Gb/s) Port, unterstiitzt RAID/RST

e 1xPCle x16 (v3.0)
unterstitzt Dual Slot Grafikkarten
e 1xPCle x4 (v3.0)
e 2x M.2 2280 unterstutzt PCle 3.0 x4 u. SATA 3
Vorbereitet fir Intel® Optane™ Technologie
e 1x M.2 2230 unterstutzt optionale WLAN-Karte

Steckplaize

Chipsatz e Intel Z270 PCH

Integrierte e Unterstutzt drei Full-HD-Displays gleichzeitig
Grafik o Unterstltzt 1x 4K/UHD-Auflésung (2160p/60)

Speicher o Unterstitzt 4x DDR4-2133/2400, max. 64 GB

Weitere e HDMI 1.4b, 2x DisplayPort 1.2, HD-Audio
Anschllsse o 6x USB 3.0, 4x USB 2.0, 2x Intel GigaBit LAN

Optional o COM-Port, Wireless LAN und 2,5”-Schacht

Netzteil e 500 Watt Netzteil (80 PLUS Silver)

www.shuttle.eu
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Vorderseite

1  Turbo-Button A

2 Ein-/Aus-Button B

Betriebsanzeige-LED (blau) C

3 2x USB 3.0 Anschluss D
4 Mikrofon-Eingang

5 Kopfhorer-Ausgang E

6 RGB/LED-Beleuchtung F

7  Einlass fur Festplatten-Lufter G
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Anschlusse

Netzteil
Netzteil-Lifter
AC-Netzanschluss

Perforation fur optionales
WLAN-Modul (WLN-M)

Drei Randelschrauben
Heatpipe-Kihlsystem
Loch fur Kensington Lock
COM / RS232 (optional)
Clear-CMOS-Button

Innenansicht

Rickseite
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2x DisplayPort-Ausgang
HDMI-Ausgang

2x Gigabit LAN (RJ45)
4x USB 2.0

4x USB 3.0

Audio Mic-In

Audio Line-Out

Audio Line-In
PCIl-Express X16 Slot
PCIl-Express X4 Slot
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Front Audio Header

USB 2.0 Header

Ldfter-Anschluss (1)
Intel Z270 Chipsatz
PCle X4 Steckplatz

PCle X16 Steckplatz

Front USB 3.0 Header
4x Serial-ATA 3.0

M.2-2230 A/E Slot

M.2-2280 M Slot
COM Port (RS232)
M.2-2280 M Slot

Front Button/
LED-Anschlisse
LUfter-Anschluss (2)
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Mainboard

Anschlisse hinten (Back Panel)

M

Shuttle Computer Handels GmbH
Fritz-Strassmann-Sir. 5

25337 Elmshorn

Germany

B2
o~ CMOS Batterie

USB 2.0 Header

7 Solid Capacitors
(Feststoff-
Kondensatoren)

Power FET
Spannungs-
regler

LGA1151
CPU-Sockel

N ATX-Netzteil-

Anschluss
(4 Pins)

4x DIMM Sockel
fur DDR4-RAM

ATX-Netzteil-
Anschluss

B (20 Pins)
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Das Shuttle Overclocking-Tool

Die aktuelle Version dieser Software finden Sie im Downloadbereich zu diesem Produkt.

Normalbetrieb

Der Prozessor wird von auBen mit einem konstanten Basistakt versorgt, der im Prozessor mit einem Multiplikator
vervielfacht wird, so dass daraus die hohe interne Takifrequenz des Prozessors generiert wird. Im Stromsparmodus
bewirkt die Enhanced Intel Speedstep® Technologie (EIST) ein Heruntertakien des Prozessors.

Intel® Turbo-Boost-Technologie (nur bei Core i5/i7)
Unter Belastung erhdht sich automatisch der Multiplikator und somit die Taktfrequenz des Prozessors.

Ubertaktung durch Erhdhung des Multiplikators (nur bei Prozessoren der K-Serie, z.B. Core i5-7600K oder i7-7700K)
Das Shuttle Overclocking-Tool erlaubt unter Windows 10 eine Anhebung des Multiplikators im Turbo-Boost-Modus.
Hierbei wird die Versorgungsspannung des Prozessors automatisch angepasst. Man spricht in diesem Fall von
Ubertaktung (Overclocking), weil die Taktfrequenz dann héher ist, als die maximale Turbo-
Taktfrequenz, die der Prozessorhersteller fur den sicheren Betrieb angegeben hat. Es
hé&ngt vom Prozessor ab, bei welcher Ubertaktung noch ein stabiler Betrieb méglich ist.
Das Ubertakten geschieht stets auf eigene Gefahr — Shuttle Gbernimmt hierbei keine
Verantwortung fir Datenverlust oder Hardware-Schdden.

Die Turbo-Taste

Durch Drucken der Turbo-Taste Iasst sich der Overclocking-Modus auf einfache Weise an-
und abschalten. Der aktuelle Modus wird durch die einstellbare RGB-Beleuchtung auf der
Vorderseite angezeigt.

. Multi- i
Basistakt plikator B3 Gewahlter Multiplikator fur den Turbo-Modus = 49 (Beispiel)
0,1 GHz Multi- | CPU-Takt Uber-
Modus : .
plikator in GHz taktung?
Ohne Last 42 4,2 Nein
Bel
elastung 44 | 45* 4,4 | 4,5% Nein
ohne Turbo
Belastung
mit Turbo 49 4.9 Ja

*) Die héhere Taktfrequenz ist moglich,
falls nur ein CPU-Kern belastet wird

Anzeige des Shuttle Overclocking-Tools:
Turbo-Modus deaktiviert Turbo-Modus aktiviert

www.shuttle.eu
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Watchdog-Funktion
Durch einen Klick auf das "Watchdog"-Symbol kann eine Hardware-Uberwachungsfunktion aktiviert werden, die
den PC automatisch neu startet, wenn die Software nicht mehr reagiert.

Einstellung der RGB-LED-Beleuchtung

Die Beleuchtung auf der Vorderseite des PC-Gehduses I&sst sich komfortabel Uber das
Overclocking-Tool einstellen. Hierzu wird jeweils eine Farbe fur den Modus "Normal" und
"Turbo" zugeordnet, damit der Anwender erkennen kann, ob der Overclocking-Modus mit der
Turbo-Taste aktiviert wurde. Der Farbwert wird entweder aus einer Standardpalette ausgewdhlt
oder per Schieberegler eingestellt, zusatzlich ist Blinken oder Pulsieren méglich.

CIGHTTy

CONTROLg

(Y Normal “ ) Turbo <\ Normal S) Turbo

Nichts Pulsierend

Standardwert | Ubernehmen Standardwert | Ubernehmen

Shuttle
Shuttle
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Leistungsmerkmale

<

19,0 cm

+7 mm FiiRe

R9 - nicht nur von auBen extravagant

Das auffallige R9-Design mit seiner frei einstellbaren RGB-LED-
Beleuchtung ist fir Gamer und Hardware-Enthusiasten konzipiert, die
statt eines dezenten Auftritts lieber die ganz groBe Blihne wdahlen. Das
R9 hdlt sich nicht zurick und demonstriert enorme Systemleistung,
befeuert von High-End-Komponenten, auch selbstbewusst auBerhalb
des Gehduses. In dieses passen Dual-Slot Grafikkarten, vier 3,5"
Festplatten, vier RAM-Module und mehr. Das R9-Gehduse setzt dabei
auf leichtes Aluminium als edles Basis-Material und besticht durch
das Frontblenden-Design.

Geringe Abmessungen und einfach zu installieren

Shuttles XPC cubes im Wirfelformat bieten die Leistungsfédhigkeit von
herkémmlichen Desktop-PCs bei nur einem Drittel des Volumens. Die
bendtigten Strom- und Datenkabel fur die Laufwerke sind bereits in
passender Ldnge vorhanden, so dass die Installation mit Hilfe der
Kurzanleitung schnell und einfach durchgeflhrt werden kann -
einbauen, anschlieBen, fertig.

Was bedeutet eigentlich “Barebone”?

Das Shuttle XPC cube Barebone $Z270R9 besteht aus einem stilvollen
Gehduse mit vormontiertem Mainboard, Netzteil und Kabeln. Trotz der
geringen Abmessungen bietet es hervorragende Anschlussvielfalt,
Funktionalitat und Performance. Um ein komplettes PC-System zu
erhalten, mlssen nur noch wenige Standard-Komponenten
entsprechend der eigenen Bediirfnisse installiert werden: Prozessor,
Speicher, Massenspeicher und optional eine zusdtzliche Grafikkarte.

Turbo-Button fiir Intel K-Series Prozessoren

Das Shuttle XPC cube Barebone S$Z270R9 unterstitzt Intel Core
Prozessoren der 6./7. Generation (Skylake und Kaby Lake) mit Sockel
LGA 1151. Interessant sind insbesondere die Modelle der K-Serie mit
freiem Multiplikator, denn nur bei diesen Prozessoren I&st sich per
Druck auf den Turbo-Button die Overclocking-Funktion aktivieren, um
die Performance zum gewunschten Zeitpunkt zu erhéhen.

Integrated Cooling Engine (I.C.E.)

Die Shuttle XPC cube Barebones bieten die gleiche Leistungsfdhigkeit
wie herkémmliche Desktop-PCs, sind dabei aber etwa dreimal kleiner.
Damit bei diesem kleinen PC-Gehduse eine ausreichende Kuhlung
gewdhrleistet werden kann, wurde fir den Shuttle XPC ein besonderes
Kahlsystem entwickelt und integriert. Shuttles I.C.E.-Kihlsystem mit
Heatpipe-Technologie ist eine ausgekligelte Eigenentwicklung mit
hoher Effizienz und sehr niedrigem Ger&uschpegel.

Shuttle Computer Handels GmbH Tel. +49 (0) 4121-47 68 6

Fritz-Strassmann-Sir. 5 Fax +49 (0) 4121-47 69

25337 Elmshorn | Germany sales@shuttle.eu
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4x DDR4-2400

PCI-Express
V3.0

Prozessor

‘sanajsnns’
Integrierte pr—— Intel Z270 Chipsatz
Grafik .
Das Shuttle XPC cube Barebone SZ270R9 basiert auf Intels Z270
‘saaajuEs’

Platform Controller Hub (PCH), das aus der 200er-Chipsatz-Serie
"Union Point" stammt. Der Z270 Chipsatz besteht aus einem einzigen
HDMI + 2xDP Chip und integriert u.a. die Controller fur Festplatten, Netzwerk, PCle-

USB 3.0/2.0  Links, Firmware-Interface, USB und weitere Anschlisse.
SATA 6G
Dual LAN
HD-Audio

Intel H270
Chipsatz

Unterstiitzt bis zu 64 GB DDR4-Speicher

Dieses Shuttle XPC cube Barebone unterstitzt bis zu 64 GB DDR4-
2133/2400 Speicher. Nutzen Sie die Vorteile einer High-Performance-
Konfiguration voll aus. Kompatibler Speicher kommt als 288-Pin-DIMM-
Modul mit 1,2 V Betriebsspannung.

Zwei M.2-2280-Steckpladtze fiir SSD-Karten

Die beiden M.2-2280 BM Steckpldtze unterstitzen M.2 SSD
Flashspeicherkarten mit SATA- oder der schnelleren PCle Schnitistelle.
Verwendete M.2-Steckkarten muissen 22 mm breit sein

und kénnen eine Ladnge von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260,
2280) haben.

Das SZ270R9 ist vorbereitet fir die Intel® Optane™ Technologie.

Intel® Optane™ Ready

Zusammen mit einem Intel® Core™ Prozessor der 7ten Generation
("Kaby Lake") unterstitzt das $2270R9 die neueste Intel® Optane™
Speicher-Technologie zur Beschleunigung des Systems.

M.2-2230-Steckplatz fiir optionales WLAN

Der M.2-2230 AE Steckplatz ist fur Wireless LAN (Wifi), Bluetooth,
GSM/UMTS Erweiterungskarten und weitere gedacht.

Shuttle bietet hierfur das optionale Zubehér ,WLN-M* (siehe Bild), das
WLAN 802.11ac- und Bluetooth-4.0-FunktionalitGt unterstitzt und fur
das SZ270R9 konzipiert wurde.
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Effizientes Netzteil fiir maximale Stabilitat

Das Shuttle XPC Barebone SZ270R9 ist mit einem effizienten 500 W
Netzteil ausgestattet. Das 80-PLUS-Silber-Logo deutet auf den
besonders hohen Wirkungsgrad von mindestens 85/89/85% bei
20/50/100% Auslastung hin. Das System bietet maximale Stabilitat

"

PCle Power mit

PLUS'

SILVER ) auch mit Komponenten wie Intel® Core™ i7-7700K Prozessor und
6 und 6+2 Pins viele GeForce® GTX 1080 Grafikkarten.
6x USB 3.0
SUPERSPEED Das Shuttle XPC cube Barebone SZ270R9 bietet sechs USB 3.0
ﬁ Anschlusse (2x vorne und 4x hinten) neben vier weiteren USB 2.0

% Anschliissen. USB 3.0 kann Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu
. 5.0 Gbit/s (640 Mbytes/s) Ubertragen, was der zehnfachen
Geschwindigkeit von USB 2.0 entspricht.

Intel Rapid Storage Technologie - RAID Unterstiitzung

Die Intel® Rapid Storage Technologie bietet ein neues MaB an
Datensicherheit, Geschwindigkeit und Erweiterbarkeit fir Desktop-PCs.
Mehr Sicherheit gegen Datenverlust durch Ausfall einer Festplatte
erhalt man durch die Nutzung der RAID Level 1, 5 und 10. Durch
Spiegelung von Daten auf verschiedene Festplatten kann ein
Laufwerk ausfallen, ohne dass Daten verloren gehen. Nach dem
Ersetzen des fehlerhaften Laufwerks kann der urspringliche Zustand
wieder hergestellt werden.

Storagewunder - unterstiitzt bis zu vier Festplatten

Das Shuttle XPC cube Barebone SZ270R9 bietet Platz fur bis zu vier
Standard-Festplatten im 3,5“-Format (oder SSDs), die mit einem
zusd@tzlichen 80 mm Lufter gekuhlt werden. Zusammen mit dem
integrierten Intel RAID Controller 1&sst sich fur KMU-Storage-
Anwendungen zum Beispiel ein RAID-10-Array mit 4x 8 TB installieren,
wodurch mehr Sicherheit durch Redundanz und mehr
Geschwindigkeit erreicht wird. Zusétzlich Iasst sich noch eine schnelle
SSD im M.2-Steckplatz installieren, die fir die Systempartition genutzt
werden kann. Mit dem SZ270R9 I&sst sich in bei nur 14 Litern Volumen
ein professionelles Storage-System realisieren, das zusatzlich als
Grafikworkstation oder Gamingrechner genutzt werden kann.

Intel Dual Gigabit LAN

Das Gerdt stellt gleich zwei schnelle Gigabit-LAN Anschlisse mit Intel-
Technologie zur VerfUigung, um diesen PC zum Beispiel mit zwei
Netzsegmenten zu verbinden (z. B. WAN und LAN).

HD Audio Funktionalitat

Das Shuttle XPC cube Barebone $Z270R9 unterstitzt Multikanal Audio
Uber drei analoge Stereo-Ausgénge. Uber die HDMI- und DisplayPort-
Anschlisse werden digitale Video- und Audiosignale in einem
Anschluss ausgegeben.

Seite 8 | 14. Dezember 2017
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4K Ultra HD
3840 x 2160

Full HD
1920 x 1080

SD
720 x 576
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Grafik-Features

PCl-Express V3.0 fiir schnelle Grafikkarten

Das Shuttle XPC cube Barebone $Z270R9 unterstitzt den aktuellen
PCI-Express-V3.0-Standard mit bis zu 16 GB/s Datendurchsatz. Somit
steht viel Potential fir neueste Grafikkarten zur Verfigung.

Viel Platz fiir anspruchsvolle Dual-Slot Grafikkarten

Das Shuttle XPC Barebone SZ270R9 bietet trotz seiner geringen
Abmessungen genlgend Platz flr eine High-Performance-Grafikkarte
mit doppelter Slotbreite. Das System bietet zusdtzliche 6-Pin- und 8-
Pin-Anschllsse zur Versorgung besonders anspruchsvoller
Grafikkarten. Detaillierte Informationen Uber kompatible Grafikkarten
finden Sie in der Support-Liste auf global.shuttle.com. Es werden
Grafikkarten mit bis zu 28 cm Ldnge unterstitzt (bzw. 27,3 cm, falls
sich die Stromanschlisse auf der Rickseite befinden).

Integrierte Intel® HD Grafikfunktion

Die integrierte Intel HD Graphics Grafikfunktion befindet sich auf dem
selben Chip wie die CPU und bietet je nach Prozessortyp
verschiedene Leistungsmerkmale. Unterstltzt werden stereoskopische
3D-Effekte, Video-Hardware-Encoding, Blu-ray-Wiedergabe mit HDCP,
4K-Aufldésung, DirectX 12, OGL 5.x und OCL 2.x. All diese
Leistungsmerkmale fihren dazu, dass die Leistungsfdhigkeit dieser
GPU vergleichbar mit Einstiegsgrafikkarten ist.

Unterstiitzt 4K Ultra HD mit 60 Hz

Das Shuttle XPC cube Barebone $Z270R9 unterstiizt 4K-Displays mit
3840 x 2160 Ultra HD Auflésung und 60 Hz Bildwiederholfrequenz
(2160p/60) uber den DisplayPort-Ausgang. Als Nachfolger des Full HD
Standards bietet Ultra HD die vierfache Auflésung und einen deutlich
gréBeren Farbraum und Farbauflésung.

FUr eine flissige Wiedergabe von 4K-Videos (2160p) wird mindestens
Dual-Channel Speicherbestiickung (2 oder 4 Module) benétigt.

Drei-Monitor-Betrieb mit HDMI und 2x DisplayPort

Bis zu drei Full HD Monitore lassen sich gleichzeitig ohne zusétzliche
Grafikkarte anschlieBen, womit sich mehr Daten simultan visualisieren
lassen. Das SZ270R9 bietet drei digitale Video-Ausgdnge: 1x HDMI 1.4
und 2x DisplayPort 1.2.

Noch mehr Displays zusammen mit externer Grafikkarte
Mit dem Shuttle XPC cube Barebone SZ270R9 lassen sich in
Kombination mit einer diskreten PCI-Express Grafikkarte noch mehr
Displays zus&tzlich anschlieBen. Diese Funktion basiert auf dem
"Switchable Graphics"-Feature. Mit dieser Methode kann der Windows
Desktop horizontal auf viele Displays verteilt werden, jedoch ist eine
2x2 Anordnung sowie der Clone-Modus auf allen Displays nicht
moéglich.
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Optionales Zubehor

Wireless LAN (Zubehor WLN-M)

Das Shuttle XPC Accessory WLN-M ist ein Wireless-LAN-Kit bestehend
aus einer M.2-2230-Steckkarte mit zwei Antennen und passenden
Antennenkabeln. Hiermit Iasst sich das XPC cube Barebone SZ270R9
mit einer Wireless-LAN-Funktion nach IEEE 802.11ac-Standard
ausrusten. Es wird der Sicherheitsstandard WPA2 mit AES-
VerschlUsselung durch Hardware unterstitzt. Das WLN-M Kit unterstttzt
daruber hinaus auch Bluetooth 4.0.

Serielle RS-232 Schnittstelle (Zubehor H-RS232)

Optional Iasst sich auf der Rickseite eine serielle RS-232-Schnittstelle
installieren. Diese ist speziell fir professionelle Anwendungen wie zum
Beispiel fir Kassensysteme interessant und erforderlich. Auch bei
Produkten aus dem Bereich der Wissenschaft und der Industrie wird
sie stetig nachgefragt.

Unterstiitzt zwei 2,5“-Laufwerke im 3,5“-Schacht

Das optionale Shuttle XPC Accessory PHD3 erméglicht die Installation
von zwei 6,35 cm (2,5") Festplatten oder SSD-Laufwerken in einen
gréBeren 8,9 cm (3,5") Laufwerksschacht. Dies erméglicht mehr
Flexibilitat bei der Laufwerkskonfiguration.

Das Shuttle XPC cube Barebone $Z270R9 kann mit Hilfe des Zubehors
PHD3 mit bis zu acht 2,5”-Laufwerken bestlickt werden. Bei mehr als
vier Laufwerken sind allerdings weitere SATA-Daten- und Stromkabel
sowie eine zusatzliche SATA-Controllerkarte notwendig.
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Vergleich: Shuttle XPC cube Produkte mit Sockel LGA1151

Product:

SH170R6

SZ170R8V2 |

SZ270R8

SZ270R9

Front Design

R6-Gehausetyp
Kunststoff-Front

R8-Gehéausetyp
Gebdursteter Aluminium-Look

R9: RGB-LED-
Beleuchtung und
Gaming Design

Chipsatz

Intel H170

Intel Z170 |

Intel 2270

CPU Support

Sockel LGA 1151, TDP max. 95W — Codename "Skylake" und "Kaby Lake"

Betriebssys.

Unterstiitzt Windows 10 und Linux (64-Bit) — Windows 7 und 8.1 nur mit Skylake CPU

Overclocking? Nein Ja, unterstitzt Overclocking mit K-Serie-Prozessoren
Turbo Button Nein Nein | Nein | Ja
CPU-Kiihlung Heatpipe mit 3 Rohren Heatpipe mit 4 Rohren
] 1x 5,25 .
i 2x 3,5 (1 ext.) 4x 3,5% (intern)
Max. Speicher 4x 16 GB DDR4-2133/2400
Xflseg(])ange HDMI, 2x DisplayPort — unterstitzt Triple Display
4K-Support HDMI: 2160p/30 Hz, 2x DisplayPort: 2160p/60 Hz
PCI Express 1x PCle X16 V3 und
Slots 1x PCle X4 V3
1x M.2-2280 Slot 2x M.2-2280 Slot
i D) el SATA und PCle V3 X4 (unterstitzt NVMe) SATA und PCle V3 X4 (unterstiitzt NVMe)
Intel® Optane™ Nein Unterstitzt Intel® Optane™
Slot fur WLAN Mini-PCle, Half-Size M.2 2230 AE
Gigabit LAN Intel i218LM Intel i211 + i219LM 2x Intel i211
Audio Realtek ALC892 Realtek ALC662
8x USB 3.0 6x USB 3.0

use 2x USB 2.0 8xUSB 3.0 4x USB 2.0
SATA Ports foeSSA,\ATT/-,}-\GG% 4x SATA 6G 4x SATA 6G
Netzteil 300 W, 80 Plus Bronze 500 W, 80 Plus Silver

PHDS: 3,5%/2,5" Adap. PHD3: 3,5%/2,5" Adapter
Optionales H-RS232: COM-Port H-RS232: COM-Port
Zubehor WLN-C/P: WLAN-Kit

PC63J: 500 W PSU

WLN-M: WLAN-Kit

Vorderseite

Ruckseite
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Shuttle XPC cube Barebone $Z270R9 - Spezifikation

R9-Gehduse

Laufwerks-
schdchte

Mainboard

und Chipsatz

BIOS

Netzteil

Beftriebs-
system

Schwarzes Aluminium-Gehduse mit Vorderseite aus Kunststoff

Frontpanel im Gaming-Design mit softwaregesteuerter RGB-LED-Beleuchtung
Kensington Sicherheits-Slot auf der Gehdusertckseite (auch: K-Slot

oder Kensington Lock) als Teil einer Diebstahlsicherung

Abmessungen ohne die 7 mm StandfiRe:

348,4 x 215,4 x 190,2 mm (LBH), 14,3 Liter

Gewicht: 3,5 kg netto / 5,0 kg brutto

Laufwerksschdchte: 4 x 3,5" (intern)
Mit dem optionalen Zubehdr PHD3 lassen sich jeweils
zwei 2,5"-Laufwerke in einen 3,5"-Schacht einbauen.

Shuttle Mainboard "FZ270", Shuttle Form Factor

spezielles Design fur XPC cube Barebone SZ270R9

Abmessungen: 27,0 x 19,5 cm

Chipsatz: Intel® Z270 Chipsatz, Codename "Union Point"

Platform Controller Hub (PCH) als Single-Chip-Lésung

Verwendung von Feststoffelekirolytkondensatoren (Solid Capacitors) -
diese Kondensatoren sind hitzebestdndiger und langlebiger

AMI BIOS, SPI-Interface, 32 MBIt Flash-ROM mit SPI-Schnittstelle
Unterstiitzt PnP, ACPI 3.0, Hardware-Uberwachung

Unterstltzt das Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
Unterstltzt Booten vom externen Flashspeicher tiber USB

Eingebautes 500 Watt Mini-Schaltnetzteil (PC63J)
Eingangsspannung: unterstutzt 100 - 240 V AC, 50-60 Hz

80 PLUS Silber konform: der Wirkungsgrad betréigt mindestens
85/89/85% bei einer Belastung von 20/50/100%.

Active PFC-Schaltung (Leistungsfaktor-Korrektur)
ATX-Netzteil-AnschlUsse: 2x10 und 2x2 polig

Stromanschluss fur Grafikkarte: 6-polig und 8-polig

Weitere AnschliUsse: 4x SATA, 2x Molex, 1x Floppy

Dieses System wird ohne Betriebssystem ausgeliefert.

Es ist kompatibel mit Windows 7 / 10 und Linux (64-Bit).

Hinweis: Windows 7 wird nur zusammen mit Intel Core Prozessoren der sechsten
Generation "Skylake" unterstitzt.

Weiterer Hinweis zu Windows 7, siehe [7]

www.shuttle.eu
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Prozessor-
unterstutzung

Prozessor-
kihlung

Speicher-
unterstutzung

Integrierte
Grafik

PCle-
Steckplatze

Sockel LGA 1151 (H4) unterstutzt

Intel Core i7 / i5 / i3, Pentium und Celeron Prozessoren

- sechste Generation, Codename "Skylake"

- siebte Generation, Codename "Kaby Lake"

Maximal unterstutzte Prozessor-Verlustleistung (TDP) = 95 W.

14 nm Technologie, bis zu 8 MB L3-Cache

Nicht kompatibel sind Intel-Xeon-E3-V5-Prozessoren mit Sockel LGA 1151 oder die
dlteren Sockel LGA 1150 Prozessoren.

Unterstltzt die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.

Der Prozessor integriert die Controller fur PCI-Express und Speicher

und die Grafikfunktion auf dem gleichen Halbleiter-Chip

(die Leistungsmerkmale hdngen vom Prozessormodell ab)

Detaillierte Informationen Uuber kompatible Prozessoren finden Sie in der Suppori-Liste
unter global.shuttle.com.

Shuttle I.C.E. (Integrated Cooling Engine)

Fortschrittliche 1.C.E. Heatpipe Kiuhl-Technologie mit 4 Rohren
Temperaturgeregelter 9,2 cm Lufter

SilentX-Technologie fir eine effizientere und leisere Kihlung

4 x 288-Pin DIMM-Steckplatz

Untersttzt DDR4-2133/2400 Speicher (PC4-17066/19200) mit 1,2 V
Unterstltzt 2+2 Dual-Channel-Modus

Unterstltzt maximal 16 GB per Steckplatz, Gesamtkapazitdt maximal 64 GB

Die Eigenschaften der integrierten Intel HD Grafikfunktion
hdngen vom verwendeten Prozessortyp ab.

Unterstatzt DirectX 12, OGL 5.x, OCL 2.x

Der PC bietet drei digitale Video-Ausgdnge:

- HDMI v1.4b (unterstitzt 1080p/60 und 2160p/30)

- 2x DisplayPort v1.2 (unterstitzt 1080p/60 und 2160p/60)
Unterstltzt 4K-Displays mit 3840 x 2160 Ultra HD Auflésung [3]
Unterstatzt drei unabhdngige Full HD Displays uber die integrierte Grafikfunktion
Unterstatzt weitere Displays zusammen mit externer Grafikkarte [2]
Unterstatzt Blu-ray (BD) Wiedergabe mit HDCP-Kopierschutz
Unterstltzt Multikanal Digital Audio Uber das gleiche Kabel
Shared Memory max. 512 MB

1x PCI-Express x16 v3.0 Steckplatz (PEG, nur fur Grafikkarten)
1x PCIl-Express x4 v3.0 Steckplatz
Dieser XPC unterstitzt Dual-Slot Grafikkarten (mit doppelter Slotbreite),

in diesem Fall kann der zweite PCIl-Express-Steckplatz allerdings nicht genutzt werden.

Es werden Grafikkarten mit bis zu 28 cm Ldnge unterstitzt
(bzw. 27,3 cm, falls sich die Stromanschlisse auf der Rickseite befinden).
Stromanschlusse fur Grafikkarte: 6-polig und 8-polig

www.shuttle.eu
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Zwei
M.2-2280
SSD-
Steckplatze

Unterstutzt
Intel®
Optane™

M.2-2230-
Steckplatz
fur WLAN

Multikanal
Sound

Dual Gigabit-
Netzwerk
Controller

Serial ATA
Anschlusse

Anschlusse
und Buttons
Vorderseite

Anschlisse
Rlckseite

Das Mainboard bietet zwei M.2 2280 Steckpl&tze mit folgenden Schnittstellen:

- PCI-Express Gen. 3.0 x4 mit bis zu 32 Gbit/s Datenlbertragungsgeschwindigkeit
- SATA v3.0 (max. 6 Gbit/s)

Verwendete M.2-Steckkarten mussen 22 mm breit sein

und kénnen eine Lange von 42, 60 oder 80 mm (Typ 2242, 2260, 2280) haben.
Unterstitzt M.2 SSDs mit SATA- und PCI-Express-Schnitistelle.

Vorbereitet fur Intel® Optane™ Technologie.

Das SZ270R9 unterstiizt die Intel® Optane™ Technologie.

Hierbei dient eine Optane-SSD mit 3D-Xpoint-Speicher (z.B. im M.2-Format) als
Zwischenspeicher zur Beschleunigung einer Festplatte.

Voraussetzung ist ein Intel Core Prozessor der siebten Generation ("Kaby Lake").

Schnittstellen: PCI-Express Gen. 2.0 X1 und USB 2.0
Verwendete M.2-2230-Steckkarten mussen 22 mm breit und 30 mm lang sein (Typ 2230)
Unterstitzt WLAN-Erweiterungskarten (Optionales Shuttle-Zubehér WLN-M [6])

HD-Audio (High Definition) mit Realtek ALC662 Codec

Auf der Rickseite: Drei analoge 3,5 mm Audio-Anschllsse:

Line-in (blau), Line-out (griin) und Mikrofon-Eingang (rosa)
umschaltbar auf 5.1 Line-out (front, hinten, Mitte/Bass)

Auf der Vorderseite: Mikrofon-Eingang und Kopfhérer-Ausgang
7.1-Kanel Digital Audio: Gber die HDMI- und DisplayPort-Ausgénge

Zwei RJ45 Netzwerkanschllisse

2x Intel i211 Ethernet Controller mit MAC, PHY und PCle-Schnitistelle
Unterstltzt 10 / 100 / 1.000 MBit/s Datentransferrate

Unterstatzt WAKE ON LAN (WOL)

Untersttzt das Booten vom Netzwerk via Preboot eXecution Environment (PXE)

Das Mainboard bietet flunf Serial-ATA 3.0 Schnittstellen mit max. 6 Gbit/s
4x Serial ATA Onboard-Anschlisse
Unterstitzt Intel Rapid Storage Technology (RST, Raid 0/1/5/10, JBOD)

Mikrofon-Eingang

Kopfhérer-Ausgang (Line-Out)

2x USB 3.0

Ein/Aus-Button mit Betriebsanzeige (blaue LED)

Turbo-Button zur Aktivierung der Overclocking-Modus [8]
RGB-LED-Beleuchtung auf der Vorderseite (Konfiguration Uber Software)

1x HDMI v1.4b

2x DisplayPort v1.2 [4]

4x USB 3.0

4x USB 2.0

2x Gigabit LAN (RJ45)

3x Audio 3,5 mm (Line-in, Line-out, Mikrofon)

Clear CMOS Button

Optional: serielle Schnittstelle RS-232 (Zubehor: H-RS232)

3x Perforation fur optionale WLAN-Antennen (Zubehér: WLN-M)
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Weitere
Anschlisse
onboard

Mitgeliefertes
Zubehér

Optionales
Zubehor

Umgebungs-
parameter

Zertifikate
Konformitat

2x USB 2.0 (2x5 Pins)

1x RS232 (2x5 Pins) flr optionales Zubehodr H-R$232

2x Lufter-Anschluss (4 Pins), beide Anschlisse sind belegt

Belegte Front-Anschlisse: USB 3.0, USB 2.0, Audio, Power Button, LEDs

Mehrsprachige XPC Installationsanleitung (DE, EN, FR, ES, JP, KR, SC, TC)

32/64-Bit Treiber-DVD flir Windows

4x Serial-ATA Laufwerkskabel

230V-Netzkabel (mit Schutzkontakt)

Wdrmeleitpaste

Schutzkappe flr den CPU-Sockel (nicht verwenden, falls Heatpipe oder Kuhler installiert
sind)

Tate mit Schrauben

PHD3: 3,5" zu 2,5" Adapter
H-RS232: Backpanel COM-Port-Adapter fur serielle RS232 Schnitistelle
WLN-M: Wireless LAN 802.11ac + BT4.0 Modul mit zwei externen Antennen [6]

Zuldssiger Betriebstemperaturbereich: 0-40 °C
Zulassige relative Luftfeuchtigkeit: 10-90% (nicht kondensierend)

EMI: FCC, CE, BSMI, C-Tick

Sicherheit: CB, BSMI, ETL

Weitere: RoHS, Energy Star, ErP

Dieses Gerdt wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und
ist haupts@chlich fur den Betrieb im Wohn- und Burobereich vorgesehen. Durch das CE-
Zeichen wird die Konformitdt mit den folgenden EU-Richtlinien bestétigt:

(1) Richtlinie 2014/30/EU Uber die elektromagnetische Vertrdglichkeit (EMC)

(2) Richtlinie 2014/35/EU Uber die Sicherheit von elekirischen Betriebsmitteln (LVD)

(3) Richtlinie 2009/125/EG Uber die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte (ErP)

www.shuttle.eu
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Hinweise:
[11 Warnhinweis zur Ubertaktung

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass das Ubertakten (Overclocking) mit gewissen Risiken verbunden ist. Durch
entsprechende Einstellungen im BIOS oder durch Einsatz des Overclocking-Tools werden die Komponenten auBerhalb
ihrer zuld@ssigen Spezifikation betrieben, was zu Instabilitat und zu dauerhaften Schdden an den Systemkomponenten
flhren kann. Shuttle lehnt jede Verantwortung fiir Schdden ab, die durch Ubertaktung entstehen kénnen.

[2] Unterstitzt weitere Displays zusammen mit externer Grafikkarte

Die integrierte Grafikfunktion unterstutzt bereits drei unabhdéngige Displays, die Uber die vorhandenen digitalen Video-
Ausgdnge angeschlossen werden kénnen. In Kombination mit einer diskreten PCIl-Express Grafikkarte lassen sich weitere
Displays anschlieBen. Diese Funktion basiert auf dem "Switchable Graphics"-Feature ab der zweiten Generation Intel®
Core™ Prozessoren, die im BIOS-Setup-Programm aktiviert werden muss. Hierzu drickt man nach dem Einschalten des PCs
die "ENTF"-Taste und dandert unter "Advanced" die "Initiate Graphics Adapter"-Einstellung auf "Switchable".

[3] 4K Ultra-HD-Auflésung

Ein 4K-Monitor mit Ulira-HD-Auflésung (3840 x 2160) wird vornehmlich am DisplayPort angeschlossen, weil nur hier eine
hohe Bildwiederholrate von 60 Hz unterstitzt wird. Die Leistung der Videowiedergabe hdngt von dem Videoformat, der
Bitrate und der Leistung des verwendeten Prozessors ab. Wahrend das System durch die tagliche Buroarbeit
normalerweise nur wenig belastet wird, sind die Anforderungen fir eine flissige Wiedergabe von 4K-Videos (2160p)
erheblich héher: hier wird mindestens ein Intel Core i3 Prozessor und Dual Channel Speicher (2 oder 4 Module)
empfohlen.

[4] DisplayPort in HDMI/DVI konvertieren

Die DisplayPort Ausgénge kénnen mit einem gunstigen, passiven Adapterkabel in HDMI oder DVI konvertiert werden. Zum
Beispiel:

DELOCK 82590: 1 m, DisplayPort (md&nnl., 20P) zu HDMI-A (mdnnl., 19P)

DELOCK 82435: 5 m, DisplayPort (mannl., 20P) zu DVI-D (mdnnl., 24P)

Die integrierte Grafikfunktion erkennt die Eigenschaft des angeschlossenen Displays und gibt das passende elekirische
Signal aus - entweder DisplayPort (ohne Adapter) oder HDMI/DVI (mit Adapter).

Umgekehrt kann ein Bildschirm mit DisplayPort nicht Gber einen einfachen, passiven Adapter an den HDMI-Ausgang
angeschlossen werden.

[5] Drei unabhdéngige Displays gleichzeitig

Es werden maximal zwei Displays mit DVI- oder HDMI-Eingang unterstutzt. Ein drittes, digitales Display muss bei Bedarf
direkt (ohne Adapter) Uber DisplayPort angeschlossen werden.

[6] Optionales Wireless LAN Modul (WLN-M): dieser XPC unterstitzt das optionale Shuttle Accessory WLN-M. Dieses WLAN-Set
enthdlt eine M.2-2230 WLAN-Karte mit IEEE 802.11ac/BT4.0-Unterstitzung und zwei externe Antennen mit passenden
Antennenkabeln.

[7] Windows-7-Installation

Die Intel®-100/200-Chipsatzserie unterstitzt nicht mehr das Enhanced Host Controller Interface (EHCI) - die Treibersoftware
far USB 2.0. Die neue Chipsatz-Generation unterstltzt nur noch das neuere Extensible Host Controller Interface (xHCI far
USB 3.0), das jedoch nicht von der originalen Windows 7 Installations-DVD unterstitzt wird. Das bedeutet, dass per USB
angeschlossene Peripherie wdhrend die Windows 7 Installation nicht funktioniert, z.B. Tastatur, Maus oder externes DVD-
Laufwerk. Figen Sie daher bitte die erforderlichen USB-3.0-Treiber zu den Windows 7 Installationsdateien hinzu - diese
Prozedur wird in den FAQs unter faq.shuttle.eu beschrieben. Hinweis: Windows 7 wird ausschlieBlich in Verwendung mit
einem Intel Core Prozessor der sechsten Generation ("Skylake") unterstitzt.

[8] Turbo-Button

Damit der Turbo-Button genutzt werden kann, mussen folgende Voraussetzungen erfullt sein:

1) Betriebssystem: Windows 10

2) Intel Core Prozessor der K-Serie (mit variablen Multiplikator)

3) Installation und Ausfuhrung des Shuttle Overclocking-Tools. Die aktuelle Version dieser Software finden Sie im
Downloadbereich zu diesem Produkt.
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Sechste Generation Intel Core Desktop Prozessor Familie

Sockel LGA1151 14 nm “Skylake-S” Prozessorlbersicht

Name | Modell | P8 CPUTakt youls cache TP | MERIRES o equen:
6700K 4/8 40GHz (42GHz| 8MB | 91W HD 530 350~1150 MHz

Corei7 | 6700 4/8 34GHz |[40GHz| 8MB | 65W HD 530 350~1150 MHz
6700T 4/8 28GHz |[36GHz| 8MB | 35W HD 530 350~1100 MHz

6600K 4/4 35GHz |[39GHz | 6 MB | 91 W HD 530 350~1150 MHz

6600 4/4 33GHz |39GHz| 6 MB | 65W HD 530 350~1150 MHz

6600T 4/4 2,7GHz |[35GHz| 6MB | 35W HD 530 350~1100 MHz

Corei5 | 6500 41/4 3,2GHz |3,6 GHz| 6 MB | 65W HD 530 350~1150 MHz
6500T 41/4 25GHz |3,1GHz| 6MB | 35W HD 530 350~1100 MHz

6400 41/4 2,7GHz |3,3GHz| 6MB | 65W HD 530 350~1150 MHz

6400T 41/4 22GHz |28GHz| 6MB | 35W HD 530 350~1100 MHz

6320 2/4 3,9 GHz - 4MB | 65W HD 530 350~1150 MHz

6300 2/4 3,8 GHz - 4MB | 65W HD 530 350~1150 MHz

Core i3 | 6300T 2/4 3,3 GHz - 4MB | 35W HD 530 350~1100 MHz
6100 2/4 3,7 GHz - 4MB | 65W HD 530 350~1150 MHz

6100T 2/4 3,2 GHz - 4MB | 35W HD 530 350~1100 MHz

G4520 2/2 3,6 GHz - 3MB | 51 W HD 530 350~1150 MHz

G4500 2/2 3,5GHz - 3MB | 51 W HD 530 350~1150 MHz

Pentium | G4500T | 2/2 3,0 GHz - 3MB | 35W HD 530 350~1100 MHz
G4400 2/2 3,3 GHz - 3MB | 51 W HD 530 350~1150 MHz

G4400T | 2/2 29 GHz - 3MB | 35W HD 530 350~1100 MHz

G3920 2/2 29 GHz - 2MB | 51 W HD 530 350~1050 MHz

Celeron | G3900 2/2 2,8 GHz - 2MB | 51W HD 530 350~1050 MHz
G3900T | 2/2 2,6 GHz - 2MB | 35W HD 530 350~950 MHz

K = unlocked, T = Power optimized lifestyle, HT = Hyper Threading (SMT).
Bemerkung: Das Shuttle XPC cube SZ270R9 unterstitzt auch die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.
Detaillierte Informationen Uber kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.
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Siebte Generation Intel Core Desktop Prozessor-Familie

Sockel LGA1151 14 nm “Kaby Lake-S” Prozessoribersicht

Name | Modell Cores/ CPU Turbo
Threads | Clock Clock

7700K 4/8 |4,2GHz [45GHz| 8MB |91 W HD 630 350-1150 MHz

Corei7 | 7700 4/8 |36GHz 4,2GHz| 8MB |[65W HD 630 350-1150 MHz
7700T 4/8 |29GHz |3,8GHz| 8 MB |[35W HD 630 350-1150 MHz

7600K 4/4 38GHz 42GHz| 6 MB |91 W HD 630 350-1150 MHz

7600 4/4 35GHz 41GHz| 6 MB |[65W HD 630 350-1150 MHz

7600T 4/4 28GHz |3,7GHz| 6 MB |[35W HD 630 350-1100 MHz

Corei5 | 7500 4/4 |3,4GHz |3,8GHz| 6 MB |65W HD 630 350-1100 MHz
7500T 4/4 |2,7GHz |3,3GHz| 6 MB |35W HD 630 350-1100 MHz

7400 4/4 |3,0GHz |35GHz| 6 MB |65W HD 630 350-1000 MHz

7400T 4/4 |2,4GHz |3,0GHz| 6 MB |35W HD 630 350-1000 MHz

Cache | TDP | Grafik |Grafik-Taktfrequenz

7350K 2/4 |42GHz - 4MB (60W HD 630 350-1050 MHz

7320 2/4 |41GHz - 4MB |51W HD 630 350-1050 MHz

7300 2/4 |40GHz - 4MB |51W HD 630 350-1050 MHz

) 7300T 2/4 |35GHz - 4MB |35W HD 630 350-1100 MHz

core s 7101E 2/4 |39GHz - 3MB |54W HD 610 350-1100 MHz
7101TE | 2/4 |3,4GHz - 3MB |35W |HD 610 350-1100 MHz

7100 2/4 |39GHz - 3MB |51W |HD 630 350-1100 MHz

7100T 2/4 |3,4GHz - 3MB |35W |HD 630 350-1100 MHz

G4620 2/4 |3,7GHz - 3MB |51W |HD 630 350-1100 MHz

G4600 2/4 |3,6GHz - 3MB |51W |HD 630 350-1100 MHz

Pentium |G4600T | 2/4 |3,0GHz - 3MB |35W |HD 630 350-1050 MHz
G4560 2/4 |35GHz - 3MB |54W HD 610 350-1050 MHz

G4560T | 2/4 [2,9GHz - 3MB |35W HD 610 350-1050 MHz

G3950 2/2 |3,0GHz - 2MB |51W HD 610 350-1050 MHz

Celeron | G3930 2/2 |29GHz - 2MB |51W HD 610 350-1050 MHz
G3930T | 2/2 |2,7GHz - 2MB |35W |HD 610 350-1000 MHz

K = unlocked, T = Power optimized lifestyle, HT = Hyper Threading (SMT).
Bemerkung: Das Shuttle XPC cube SZ270R9 unterstitzt auch die Unlock-Funktion von Intel Prozessoren der K-Serie.
Detaillierte Informationen Uber kompatible Prozessoren finden Sie in der Support-Liste unter global.shuttle.com.
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